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Zuverlassigkeit und Entwurf

Die Fachtagung ,,Zuverlassigkeit und Entwurf* (ZuE)
wird 2013 in Dresden mit Unterstliitzung der Koope-
rationsgemeinschaft Rechnergestitzter Schaltungs-
und Systementwurf (RSS) der GI/GMM/ITG durch-
geflhrt.

Neue Technologien und das Zusammenwachsen von
Applikationen sind Herausforderungen in diesem
Jahrzehnt. Eingebettete Systeme und Cyber Physical
Systems sind Ansétze zur Realisierung neuer Anwen-
dungen. Fir ihren Entwurf bilden dabei die enorme
Komplexitét, die Systemheterogenitét und die Vielzahl
von nichtfunktionalen Anforderungen extreme Heraus-
forderungen. Neue Architekturen und neue Schal-
tungstechniken sind weitere groBe Herausforderung
fur die Eroberung neuer Applikationen.

Fir die Realisierung neuer Produkte in vielen Industrie-
bereichen werden wirtschaftliche Aspekte, wie time-
to-market, hohe Ausbeute und Produkthaftung, sowie
Qualitatsaspekte, wie Zuverléssigkeit, Performanz und
Korrektheit, immer wichtiger.

Zu diesen Themen und verwandten Bereichen laden
wir ein, Beitrdge aus Wissenschaft und industrieller
Praxis einzureichen. Diese werden einer umfassenden
Begutachtung unterzogen und die angenommenen
Beitrége in einem Tagungsband veréffentlicht.

Manfred Dietrich und Ronald Tetzlaff

Inhalte

¢ Entwurfsmethodik
— Robuster Entwurf und Fertigungsschwankungen
— Fehlertoleranz und Zuverlassigkeit
— Synthesis for Reliability and Yield
— Heterogene Multi-Domain Systeme

— Methoden fiir die Systemintegration (2,5- und
3D-Layoutentwurf)

— PCB-, Gehause- und IC-Co-Entwurf

— Verifikation und Korrektheit eingebetter Systeme
— Rekonfiguration

— Test komplexer und heterogener Systeme

— Neue Bauelemente und Technologien

¢ Eingebettete Systeme

— Systemzuverldssigkeit beim Hardware/Software
Co-Entwurf

— Verflgbarkeitsgarantien bei Degradation
— Architekturen fur Mehrprozessorsysteme
— Verteilte dezentrale Systeme

— Analoge Schaltungstechniken fur neue
Technologien

— Softwareverifikation

— Produktevolution und -variationen

Einreichung von Beitragen

Es sind Vortrage von ca. 20 Minuten Dauer mit an-
schlieBender Diskussion sowie Poster vorgesehen.
Die angenommenen Beitrédge werden in einem zitier-
fahigen Tagungsband mit CD-ROM zusammenge-
fasst.

Die Fachtagung findet in deutscher Sprache statt, es
sind jedoch englischsprachige Beitrdge und Vortrage
willkommen. Die Beitrage sollten bis zu 8 Seiten um-
fassen. Es wird eine Mdglichkeit zur elektronischen
Einreichung geschaffen.

Nahere Informationen unter:
www.ZuE2013.de

Termine

03.05.2013
Einreichung der Beitrége

30.06.2013
Benachrichtigung der Autoren

22.08.2013
Abgabe der endgtiltigen Fassung

Tagungsort

Hotel Taschenbergpalais Kempinski Dresden
Taschenberg 3
01067 Dresden



